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บทที ่4  

ผลของการวจิัย 

จากผลของการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) และทําการเลือกหัวขอประเด็น

การพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยลดของเสียดานวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต   

ซึ่งไดมีการทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสาเหตุ รวมไปถึงจุดเสี่ยงที่เปนตนเหตุของการ

เกดิการสูญเสียตางๆ ทําใหเขาใจถึงปญหาและสามารถระบุประเด็นที่จะทําการพัฒนาได โดยใน

กรณีศึกษานี้ไดมีการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance Index; KPI) ก็คือ การลดการทิ้งของ

วัตถุดิบ lead frame ในกระบวนการ Die Bond ซึ่งเปนการสูญเสียตนทุนอันดับตนๆ ของการ

สูญเสียเนื่องมาจากวัตถุดิบ 

4.1 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบและการดําเนินการปรับปรงุ 

จากการศึกษาถึงกระบวนการใชวัตถุดิบที่จะทําใหเกิดการสูญเสีย และไดทําการ

วิเคราะหถึงสาเหตุตางๆ จนไดปจจัยที่จะสงผลกระทบตอการทิ้ง Lead frame ในกระบวนการผลิต 

Die Bond ซึ่งมีอยู 4 ปจจัยหลักๆ และ 2 แนวทางการปรับปรุง ดังนี้คือ   
4.1.1 ปจจัยที ่1 วิธีการ setup ใช Lead frame จํานวนมาก  

                    วิธีการตั้งคาเครื่องจักรในปจจบุัน มีการตั้งคาโดย คํานึงถึงตัวแปรทีม่ีผลตอคุณภาพ

งาน ไดแก คาความเยื้องในแนว X-Y (X-Y Dislocation) และคาการกระจายตัวของกาวประสาน 

(AG Paste distribution)  

คาความเยื้องในแนว X-Y (X-Y Dislocation) มีขอกําหนดตองไมเกนิ 100 ไมครอน 

(Specification < 100 um) และมีคาการควบคุมนอยกวาหรือเทากับ 80 ไมครอน (Control < 80 

um) โดยมีวิธกีารวัดคาดงัแสดงในภาพที ่4.1 
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ภาพที ่4.1 

การวัดคาความเยื้องในแนว X-Y 

 

คาการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste distribution) มีการควบคุม

คุณลักษณะ คือ ตองมีกาวประสาน (AG Paste) ออกมาดานขางชิพ (chip) ไมนอยกวา 3 ใน 4 

ดาน ดังแสดงในภาพที่ 4.2 

 

 
  

ภาพที ่4.2 

ตัวอยางงานดแีละเสียจากคุณลักษณะการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste) 

 

จากการวิเคราะหข้ันตอนการตั้งคาเครื่องจักรพบวา วิธีการต้ังคาเครื่องจักรแบบเดิม

นั้นใช มีขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการใช lead frame คือ การตั้งคาตําแหนงของการหยอดกาว

ประสาน (AG Paste) การปรับการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste) และการปรับการวาง

ชิพ ในแนวแกน X และแกน Y โดยการตั้งคาแตละครั้งใช lead frame เต็มทุกตําแหนงใน lead 

frame ทําใหสิ้นเปลือง จึงทําการปรับปรุงวิธีการโดยการลดจํานวนคอลัมน ในการต้ังคาลง คือ  
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- การหยอดกาวประสาน (AG paste) ลงมาที่ตําแหนงวางชิพ เพื่อดูตําแหนง ลดลง

จากครั้งละ 1 Lead Frame เหลือครั้งละจํานวน 1 คอลัมน (1 Lead Frame มี 8 column) 

- การหยอดกาวประสาน  และการวางชิพดํา (Bond Ink Chip) จากเดิมหยอดครั้งละ 

1 Lead frame ลดเหลือจํานวน 1 คอลัมน โดยใช Lead frame เดิมที่มี Die Pad วางที่เหลือใน 

Lead frame หรือกรณีไมมี die pad วางใหใช Lead Frame ใหมได  

- ปรับตําแหนงการวาง Chip ในแนวแกน +/- X หรือแกน +/- Y โดยใชคาที่ไดจาก

การวัดมาอางอิง เชน วัดคาได X = +20 ไมครอน ใหปรับไปทางดาน X = -20 ไมครอน  

  ผลจากการปรับปรุงวิธีการดังที่กลาวมาขางตน ทําใหไดผังการไหลของกระบวนการ

จากแบบปจจุบันดังภาพที่ 4.3 เปนแบบปรับปรุงดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที ่4.3 

แผนผังขั้นตอนการตัง้คาเครื่องจักร Die Bond กอนทาํการปรับปรุง 

ปรับตําแหนงการBond AG Paste ใน
แนว  แกน +/- X  หรือแกน +/- Y
โดยใชการประมาณใหอยูตรงกลาง

Feed Lead frame เขาเครื่อง Die Bond

Bond AG paste ลงมาท่ี Die Pad
เพ่ือดูตําแหนง จํานวน 1 L/F

Bond AG Paste 1 L/F และ Bond Ink Chip
ไปท่ี Die Pad

ตรวจสอบตําแหนงดวสาย
ตาผานกลองไมโครสโคป

ปรับตําแหนงการวาง Chip 
ในแนวแกน +/- X  หรือแกน +/- Y
โดยใชการประมาณดวยสายตา
ให Chip อยูตรงกลาง Die Pad

วัดคาความเยื้องในแนว X-Y ดวยกลอง measuring scope
(Spec < 100 um, Control < 80 )

ปรับเพ่ิม/ลด แรงดันลม

Bond AG Paste 1 L/F 
และ Bond Ink Chip
ไปท่ี Die Pad 1 LF

วัดคาความเยื้องในแนว X-Y จํานวน 2 column
(column 1 กับ 8) ดวยกลองmeasuring scope

(Spec < 100 um, Control < 80 )

Bond AG Paste 
และ Bond Chip จํานวน 1 LF

ไปท่ี Die Pad

Mass Production

ผาน
ไมผาน

ตรวจสอบการกระจายตัวของ
 AG Paste ดวยสายตาผาน

กลองไมโครสโคป

ผาน

ไมผาน

ตรวจสอบตําแหนง Chip
ดวยสายตาผานกลองไม
โครสโคป

ผาน

ไมผาน

คาการเยื้อง X-Y อยูใน 
control หรือไม

ใช

ไมผาน

คาการเยื้อง X-Y อยูใน 
control หรือไม

ใช
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ภาพที ่4.4 

แผนผังขั้นตอนในการตั้งคาเครื่องจักร Die Bond หลังปรับปรุง 

ตรวจสอบการกระจายตัวของ
 AG Paste ดวยสายตาผาน

กลองไมโครสโคป

ผาน

ไมผาน

Feed Lead frame เขาเครื่อง Die Bond

Bond AG paste ลงมาท่ี Die Pad
เพ่ือดูตําแหนง จํานวน 1 column 
จากท้ังหมด 8 column/LF

ตรวจสอบตําแหนง AG Paste 
column ลาสุด ดวยสายตาผาน

กลองไมโครสโคป

ปรับตําแหนงการBond AG Paste 
ในแนว  แกน +/- X  หรือแกน +/- Y
โดยใชการประมาณใหอยูตรงกลาง

ไมผาน

Bond AG Paste  และ
 Bond Ink Chip จํานวน 1 column ไปท่ี Die Pad ท่ีเหลือใน 

Lead frame หรือกรณีไมมี die pad วางใหใช LF ใหม

Feed Lead frame ผานออกจากเครื่อง

วัดคาความเยื้องในแนว X-Y
(X-Y Dislocation) ดวยกลอง 
measuring scope 1 column

(Spec < 100 um, Control < 80 )

ปรับตําแหนงการวาง Chip 
ในแนวแกน +/- X  หรือแกน +/- Y
โดยใชกคาท่ีไดจากการวัดมาอางอิง
(เชน วัดคาได +X ใหปรับ -X)

คาการเยื้อง X-Y อยูใน 
control หรือไม

ใช

ไมผาน

Bond AG Paste 
และ Bond Ink Chip จํานวน 1 L/F

ไปท่ี Die Pad

Feed Lead frame ผานออกจากเครื่อง

วัดคาความเยื้องในแนว X-Y
(X-Y Dislocation) ดวยกลอง 

measuring scope 2 column(column 1 กับ 8)
(Spec < 100 um, Control < 80 )

Feed Lead frame เดิมเขาสูเครื่อง
(ถา LF เดิมไมมี Die Pad วางใหใช LF 

ใหม)

Mass Production

คาการเยื้อง X-Y อยูใน 
control หรือไม

ใช

ไมผาน
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4.1.2 ปจจัยที ่2 Lead Frame ใชต้ังคาไดครั้งเดียว, ปจจัยที่ 3 วิธีการต้ังคาใช 
Lead Frame แลวตองทิ้ง และปจจยัที่ 4 การใช LF จริงในการตัง้คาเครื่องจกัร 

เนื่องจากปจจุบันไดมีการใชวัตถุดิบที่เปน Lead Frame จริง ในการตั้งคาการใชงาน

ของเครื่องจักรทําใหเมื่อใชงานเสร็จแลวตองทิ้ง lead frame และ lead frame สามารถใชตั้งคาได

คร้ังเดียว สงผลใหสูญเสีย lead frame ซึ่งมีตนทุนคอนขางสูง เพื่อแกปญหาทั้งสามปจจัยนี้ จึงได

ทําการทดลองเพื่อหา วัสดุทดแทน lead frame โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ทําการคนหาขอมูลและเปรียบเทียบดานวัสดุทดแทนที่เปนไปได โดยมีขอจํากัด

คือ ตองมีราคาที่ถูกกวา Lead frame ที่ใชในปจจุบัน และตองทดแทนแลวไมสงผลกระทบตอ

คุณภาพของผลิตภัณฑ ทําการหาวัสดุทดแทนซึ่งมีทางเลือกที่ไดดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 

แสดงทางเลือกในการหาวัสดุทดแทน 

วัสดุ ราคา/หนวย
(บาท)  
 

 ตนทุนตอหนวย
เทียบตอการใช
งานที่ 10,000 ครั้ง 

การใชงาน / การ
ดําเนินการ 

1. lead frame จริง 62 

 

62 ใชแลวทิ้งทนัท ี/สามารถเบกิ

จากสโตรได 

2. Lead frame จริง

เคลือบพลาสติกใส 

0.125 mm 

63 

 

6.3 

(ประเมินการใชงาน 

10 คร้ัง/LF) 

สามารถใชงานไดไมต่ํากวา

10 คร้ัง /นํา lead frame มา

เคลือบพลาสติกใสใสชนิด

บาง 0.125 mm  

3. สั่งทํา Lead frame 

Dummy แบบไมชุบ 

(1-5000)  120 

(>5000)   30 

75 ใชแลวทิ้งทนัท ี/ ส่ังซื้อโดยมี

ขั้นต่ําครั้ง แรก 5000 LF 

 

พลาสติกเคลือบ 125 micron ขาด  A4  1 pack 100 แผน ราคา 499 บาท เฉลี่ย 5 

บาท/แผน  แผนเคลือบ 1 แผน ใชเคลือบ lead frame ได 5 LF ดังนั้น เฉลี่ย 1 LF ใชแผนเคลือบ 1 

บาท 

จากตารางเปรียบเทียบวัสดุทดแทน พบวา การนํา Lead frame จริงมาเคลือบ

พลาสติกใสเปนทางเลือกที่ มีตนทุนตอหนวยที่ต่ําที่สุดเมื่อเทียบตอการใชงาน จึงเลือกการนํา 

Lead frame จริงเคลือบพลาสติกใส 0.125 mm  
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(2) ดําเนนิการนํา lead frame จริงมาเคลือบพลาสติกใสหนา 0.125 mm. 

(2.1) ตัดแผนพลาสติกใสขนาด กวาง 62 mm ยาว 220 mm.    

 

           
            

 (2.2) ทากาวทีแ่ผนพลาสตกิใส 

 

 
 

(2.3) ติดแผนพลาสติกใสที่ lead frame โดยใหขอบของแผนพลาสตกิใส อยูใน

แนวขอบของ Outer Lead ตัวนอกสุด ทัง้บนและลาง ดงัรูป สวนบริเวณรูดานนอกตองเวนไวเพื่อ

สําหรับเครื่องจักรใชเปน Guide Pin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 mm 

62 

mm 
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(2.4) นํา Lead Frame ไปเคลือบดวยเครื่องเคลือบพลาสติก  

 

                    
 

(2.5) นําไปจัดเก็บใน lead frame magazine พรอมสําหรับนําไปใชงาน 

 

   
 

(3) การนาํกลบัมาใชใหมโดยวิธทีําความสะอาดหลงัใชงานเสร็จ 

(3.1) ใช Tweezers หยิบ Chip ออกใหหมด 
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 (3.2) นําผา Wiper ชุบ Alcohol  เช็ด AG paste  ออกใหหมด 

 

                            
 

(3.3) ตรวจสอบดวยสายตาผานกลองไมโครสโคป 20x วามีเนื้อ Die bond paste 

ติดอยูหรือไม 

 

                             
 

(3.4) นําไปเกบ็ยังที่จัดเก็บ พรอมสําหรับการใชงาน 
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(4) ทดสอบหาอายุการใชงาน (จํานวนครั้งที่สามารถใชงานได) โดยมีขั้นตอนการ

ทดสอบหาอายุการใชงาน Lead frame ทดสอบดังภาพที่ 4.5 

 

นํา lead frame ท่ีเคลือบพลาสติกแลว
ไป Auto run

ตรวจสอบสภาพ lead frame
ดวยสายตาผานกลองไมโครสโคปกําลัง

ขยาย 20 เทา

บันทึกจํานวนครั้งท่ีผานการใชงาน

หวัขอในการตรวจสอบ
1.ตรวจสอบรู guide pin มีการ
เยินหรือไม
2.ตรวจสอบแผนเคลือบมีรอย
ฉีกขาด หรือหลุดลอกหรือไม
3.ตรวจสอบสภาพขอบของ 
lead frame มีการบิดงอหรอไม

ทําความสะอาด lead frame

Lead frame มี
สภาพท่ีใชงานได
หรือไม

ใช

ไม

หยุดการทดสอบ

 
 

ภาพที ่4.5 

แสดงขั้นตอนการทดสอบหาอายกุารใชงาน Lead frame 
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ตารางที่ 4.2 

ผลการทดสอบหาอายุการใชงาน Lead frame เคลือบฟลม 
 

  ครั้งที่ใชงาน 
Sample 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 O O O O O O O O O O O O O O O 
2 O O O O O O O O O O O O O O O 
3 O O O O O O O O O O O O O O O 
4 O O O O O O O O O O O O O O O 
5 O O O O O O O O O O O O O O O 
6 O O O O O O O O O O O O O O O 
7 O O O O O O O O O O O O O O O 
8 O O O O O O O O O O O O O O O 
9 O O O O O O O O O O O O O O O 

10 O O O O O O O O O O O O O O O 
11 O O O O O O O O O O O O O O O 
12 O O O O O O O O O O O O O O O 
13 O O O O O O O O O O O O O O O 
14 O O O O O O O O O O O O O O O 
15 O O O O O O O O O O O O O O O 
16 O O O O O O O O O O O O O O O 
17 O O O O O O O O O O O O O O O 
18 O O O O O O O O O O O O O O O 
19 O O O O O O O O O O O O O O O 
20 O O O O O O O O O O O O O O O 

  ครั้งที่ใชงาน 
Sample 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total สาเหตทุี่เสีย 

1 O O O O X           20 รู guide pin มีการเยิน 
2 O O X               18 รู guide pin มีการเยิน 
3 O X                 17 รู guide pin มีการเยิน 
4 O O O O O O X       22 รู guide pin มีการเยิน 
5 O O O O X           20 รู guide pin มีการเยิน 
6 O O O O X           20 รู guide pin มีการเยิน 
7 O O O X             19 รู guide pin มีการเยิน 
8 O O O O O O X       22 รู guide pin มีการเยิน 
9 O O O O O O O O X   24 รู guide pin มีการเยิน 

10 O O O O O X         21 รู guide pin มีการเยิน 
11 O O O X             19 รู guide pin มีการเยิน 
12 O X                 17 รู guide pin มีการเยิน 
13 O O O X             19 รู guide pin มีการเยิน 
14 O O O O X           20 รู guide pin มีการเยิน 
15 O O O O O X         21 รู guide pin มีการเยิน 
16 O O O O X           20 รู guide pin มีการเยิน 
17 O O O O O O O X     23 รู guide pin มีการเยิน 
18 O O X               18 รู guide pin มีการเยิน 
19 O O O O O X         21 รู guide pin มีการเยิน 
20 O O O O O O O O X   24 รู guide pin มีการเยิน 
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ภาพที ่4.6 

แสดงผลการคํานวณ T-Test หาอายกุารใชงาน Lead frame 

 

 

ภาพที ่4.7 

แสดงฮิสโตแกรมของจํานวนครั้งการใชงาน Lead frame 

จากผลการตรวจสอบ Lead frame ในตารางที่ 4.1 นําหลักการการคํานวณเชิงสถิติ

เพื่อหาระยะเวลาการใชงาน โดยการทดสอบทางสถิติคร้ังนี้ไดใชการทดสอบแบบ T-Test และใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรมาชวยคํานวณ ซึ่งผลที่ไดคือ Lead frame จะเริ่มเสียหายที่ 

Lead frame ที่ 18.939 ถึง 21.561 ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซนต ดังภาพที่ 4.6 และภาพที่ 

4.7 ดังนั้น อายุการใชงานของ lead frame ที่ยังไมเกิดความเสียหายเทากับ 18 คร้ังที่ระดับความ

เชื่อมั่น 99 เปอรเซนต จึงกําหนดจํานวนครั้งในการใชงานซ้ําคือ 18 คร้ัง 
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4.1.3 ทดลองนําการปรับปรุงทัง้ 2 ดาน ไปทดสอบใชงาน 
                    เปนการทดลองนาํวิธกีารการปรับปรุงทั้ง 2 ดาน คือ วิธกีารตั้งคาเครือ่งจักร และการ

ใช Lead frame เคลือบพลาสติกใสแทน Lead frame จริง ไปทดสอบใชงาน โดยวิเคราะหผลใน

ดานคุณภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งมีตวัแปรที่สําคัญคือ  

(1) การตรวจสอบการกระจายตวัของกาวประสาน (AG Paste)   มีการควบคุม

คุณลักษณะ คือ ตองมีกาวประสาน (AG Paste) ออกมาดานขาง chip ไมนอยกวา 3 ใน 4 ดาน 

ซึ่งผลที่ไดจะเปนขอมูลแบบ attribute การตรวจสอบจะใชการตรวจผานกลองไมโครสโคปที่

กําลังขยาย 20 เทา ซึง่เกณฑการตัดสินใจงานเปนดังภาพประกอบดานลางนี ้ 

 

 
 

(2) คาการเยื้องในแนว X-Y (X-Y Dislocation) คือ คาการวาง Chip บน Pallet 

ของ Lead Frame ที่เยื้องออกไปจากตําแหนงศูนยกลางดังตัวอยางในภาพขางลาง 

(Specification X, Y < 100 um) โดยจะเลือกคา X หรือ Y คาใดคาหนึ่งที่มากกวามาเทียบกับ

ขอกําหนดของผลิตภัณฑ  
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(3) การทดสอบคา Die Shear จะทําโดย Die Shear Tester machine โดยคา 

Die Shear เปนตัวแปรที่บงบอกถึงความสามารถในการยึดติดระหวาง Chip กับ Die Pad โดยมี 

Specification คือ มากกวาหรือเทากับ 0.8 Kgf. 

 

 

1/3 ของความหนา Chip โดยวัดจาก Die pad
 

 

(4) แนวทางการทดสอบการนําวิธีการปรับปรุงทั้ง 2 ดาน โดยมีแนวทางดังภาพที่ 

4.8 โดยการทดลองใชตัวอยาง 40 Lead Frame  

 

ตั้งคาเครื่องจักรโดยใช Lead Frame 

เคลือบพลาสติก และวิธีการท่ีปรับปรุง

Auto run เครื่องจักร โดยใช 

Lead Frame จริงและ Ink Chip

นํางานท่ี Die bond แลวไปตรวจสอบ

และวัดคา Die shear, X-Y Dislocation 

และการกระจายตัวของ AG Paste

วิเคราะหผลการวัด

โดยเทียบกับ Spec เปนดัชนีช้ีวัด
 

 

ภาพที ่4.8 

แนวทางการทดสอบการนําวธิีการปรับปรุงทั้ง 2 ดาน 

 

 

Force 
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 (5) ผลที่ไดจากการตรวจสอบการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste 

distribution) จํานวน 40 L/F โดยการตรวจสอบ 100% 

 

ตารางที่ 4.3 

ผลทดสอบการกระจายตัวของ AG Paste 

 
Lead Frame 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
จํานวนงาน(IC) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
GOOD 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lead Frame 
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
จํานวนงาน(IC) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
GOOD 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lead Frame 
No 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
จํานวนงาน(IC) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
GOOD 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lead Frame 
No 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL 
จํานวนงาน(IC) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 240 
GOOD 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 240 
NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

จากตารางที่ 4.2 ผลการตรวจสอบพบวาไมมีงานเสียที่เกิดจากการกระจายตัว

ของกาวประสาน (AG Paste) ผิดปรกติ ดังนั้นสามารถสรุปไดวา การตั้งคาเครื่องจักรโดยใช Lead 

Frame ที่เคลือบพลาสติก ไมสงผลตอการกระจายตัวของการกระจายตัวของกาวประสาน (AG 

paste) 

(6) ผลที่ไดจากการทดสอบ X-Y Dislocation จํานวน 40 L/F วัดคา lead frame 

ละ 4 ตัวอยาง โดยมีตําแหนงการวัดคาความเยื้องในแนว X-Y ดังแสดงในภาพที่ 4.7 และผลการ

วัดคาการเยื้องในแนวแกน X-Y (X-Y Dislocation) ดังตารางที่ 4.3 
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ภาพที ่4.9 

แสดงตําแหนงการวัดคาความเยื้องในแนว X-Y 

 

ตารางที่ 4.4 

แสดงผลการวดัคาการเยื้องในแนวแกน X-Y (X-Y Dislocation) 

 
ตําแหนงการวัด  ตําแหนงการวัด 

L/F No. 
1 2 3 4  

L/F No. 
1 2 3 4 

1 25.50 39.50 30.50 38.50  21 33.00 32.00 34.50 38.00 

2 16.00 19.00 20.00 17.00  22 2.50 7.50 7.50 47.00 

3 28.50 13.00 15.50 34.00  23 13.50 7.00 16.00 13.00 

4 25.00 21.00 16.50 11.50  24 6.50 11.00 25.50 5.00 

5 23.00 18.00 27.50 11.50  25 5.00 14.00 15.50 10.50 

6 11.50 11.00 26.00 27.50  26 5.50 5.50 26.50 6.00 

7 37.50 23.50 25.50 20.00  27 3.00 7.00 28.50 10.50 

8 9.00 13.50 21.00 15.50  28 29.50 35.50 23.50 35.00 

9 32.00 11.50 14.00 15.50  29 24.50 25.00 26.50 20.00 

10 29.50 32.50 18.00 19.00  30 19.00 27.00 14.00 16.00 

11 14.00 21.50 19.50 13.00  31 5.00 13.00 33.00 27.00 

12 33.50 38.50 43.00 46.00  32 32.00 34.00 22.50 12.50 

13 19.50 10.00 22.50 17.00  33 22.00 30.00 21.50 15.50 

14 16.50 17.00 34.50 14.50  34 28.00 32.00 14.50 37.00 

15 6.00 14.50 23.50 27.50  35 23.00 11.50 2.00 26.50 

16 1.00 16.50 14.00 18.50  36 12.50 22.50 9.50 6.50 

17 11.00 25.00 17.50 12.00  37 15.00 20.50 22.00 17.50 

18 16.50 23.50 25.00 22.00  38 6.000 5.000 9.500 25.000 

19 9.50 9.00 17.50 9.00  39 11.000 10.500 25.500 20.500 

20 18.50 29.00 32.50 32.50  40 11.500 3.500 20.000 16.500 
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จากผลการวัดคาในตารางที่ 4.3 โดยเทียบกับขอกําหนดและเสนควบคุมแลว 

ผลลัพธคือการวัดคาการเยื้องในแนวแกน X-Y (X-Y Dislocation) ผานขอกําหนดและเสนควบคุม

ทั้งหมดทุกคา โดยปกติแลวตัวแปรนี้ไมไดมีการควบคุมดวยกระบวนการทางสถิติ (Statistical 

Process Control, SPC) แตในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการคํานวณหาคาความสามารถของ

กระบวนการ (Process capability, Cpk) ดวยเพื่อตรวจสอบความสามารถของกระบวนการ โดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการคํานวณหาคา Cpk ซึ่งผลที่ไดคือ Cpk = 3.44 ซึ่งมีคามากกวา 

1.67 แสดงถึงกระบวนการมีประสิทธิภาพ โดยเทียบกับขอกําหนดของผลิตภัณฑ (Specification)  

< 100 ไมครอน 

 
  

ภาพที ่4.10 

แสดง Process capability analysis ของคา X-Y Dislocation 

 

(7) ผลที่ไดจากการทดสอบการวัดคา Die Shear การทดสอบจะทดสอบ โดยสุม

ใน lead frame จํานวนตัวอยาง lead frame ละ 3 ICs โดยสุมทั้งหมด 40 Lead frame ซึ่งมีผล

การสุมการวัดคา Die Shear แสดงดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.5 

แสดงผลการวดัคาการทดสอบ Die Shear 

 

Sample 
No. IC1 IC2 IC3 

Sample 
No. IC1 IC2 IC3 

1 2.590 3.347 3.252 21 1.946 2.369 2.136 

2 1.728 2.131 2.271 22 1.728 1.849 1.935 

3 2.814 2.480 2.309 23 2.060 2.361 2.531 

4 2.631 1.716 2.125 24 2.699 2.527 1.902 

5 1.669 2.312 1.986 25 2.346 2.523 2.463 

6 2.597 2.352 3.195 26 1.864 1.896 1.980 

7 2.490 2.691 2.606 27 2.944 2.299 1.730 

8 1.727 2.248 2.451 28 2.209 1.832 2.380 

9 2.621 1.719 2.682 29 2.411 2.465 2.024 

10 2.764 2.248 2.355 30 1.980 2.113 1.752 

11 2.378 2.034 2.060 31 1.828 2.093 2.557 

12 2.483 2.454 2.029 32 1.851 1.862 1.892 

13 2.005 1.968 2.421 33 1.917 2.008 1.735 

14 1.996 2.014 2.575 34 1.890 1.791 1.976 

15 2.131 1.862 1.971 35 2.480 2.868 2.151 

16 1.704 1.899 1.960 36 2.732 2.627 2.532 

17 2.678 2.164 1.887 37 2.907 2.626 2.260 

18 1.737 1.917 2.509 38 1.701 2.579 2.416 

19 1.852 2.762 2.438 39 2.532 2.349 2.708 

20 1.953 1.816 1.899 40 2.167 2.059 2.124 

  

 จากผลการสุมวัดคาในตารางที่ 4.4 โดยเปรียบเทียบกับขอกําหนด(> 0.8 Kg.f) แลว

พบวาคา Die shear ผานขอกําหนดทั้งหมดทุกคา โดยปกติแลวตัวแปรคา Die shear นี้ไมไดมีการ

ควบคุมดวยกระบวนการทางสถิติ (Statistical process control, SPC) แตในการศึกษาครั้งนีไ้ดทาํ
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การคํานวณหาคาความสามารถของกระบวนการผลิต (Process capability, Cpk) ดวย เพื่อ

ตรวจสอบความสามารถของกระบวนการ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการคํานวณหาคาความ 

สามารถของกระบวนการผลิต (Process capability, Cpk) ซึ่งผลที่ไดคือ Cpk = 1.58  ซึ่งมากกวา 

1.33 แสดงถึงกระบวนการมีประสิทธิภาพปานกลาง โดยเทียบกับขอกําหนดของผลิตภัณฑ 

(Specification) ที่ตองมีคามากกวาหรือเทากับ  0.8 Kg.f 

 

 
 

ภาพที ่4.11 

แสดง Process capability analysis ของคา Die Shear 

 

4.2 สรุปผล กอนและหลงัการปรับปรุง 

จากที่ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินการทัง้กอนและหลงัการปรับปรุงการใช

วัตถุดิบ Lead Frame อยางตอเนื่อง สามารถสรุปผลของการทิ้ง Lead frame ไดดังตารางที่ 4.5 

และตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 

แสดงปริมาณการทิง้ Lead frame แยกประเภทกอนและหลังการปรับปรุง 

Lead Frame กอนปรับปรุง 

Item Apr'08 May'08 Jun'08 Jul'08 Aug'08 Sep'08 

T/C (pcs) 160 146 105 170 175 103 

Jamming(M/C Error) 18 2 141 24 15 31 

Set up M/C (pcs) 64 68 53 29 30 60 

M/C Down (pcs) 7 4 13 12 11 0 

Others (pcs) 0 2 7 10 11 6 

Total 249 222 319 245 242 200 

% Material yield 98.50% 98.89% 98.00% 98.19% 98.23% 98.56% 

Actual request (pcs) 16569 19922 15957 13533 13701 13901 

Input(KIC) 431.99   460.89  392.40  319.00  312.00       320.00  

%Target 99.45% 99.45% 99.45% 99.45% 99.45% 99.45% 

Lead Frame หลังปรับปรุง   

Item Oct'08 Nov'08 Dec'08 Jan'09 Total 

T/C (pcs) 31 15 6 4 56 

Jamming(M/C Error) 13 4 1 0 18 

Set up M/C (pcs) 8 2 8 0 18 

M/C Down (pcs) 8 12 0 15 35 

Others (pcs) 9 19 4 0 32 

Total 69 52 19 19         159  

% Material yield 99.61% 99.55% 99.68% 99.90% 99.70% 

Actual request(pcs) 17,637  11,627  5,991  18,272   53,527  

Input(KIC)        400          228            162             50             840  

%Target 99.45% 99.45% 99.45% 99.45%   
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ตารางที่ 4.7 

แสดงปริมาณการทิง้ Lead frame กอนและหลังการปรับปรุง 

 

  กอนปรับปรุง 

เดือน Apr'08 May'08 Jun'08 Jul'08 Aug'08 Sep'08 
คาเฉล่ีย 

สัดสวนการทิ้ง lead frameจาก

สาเหตุ T/C 0.97% 0.73% 0.66% 1.26% 1.28% 0.74% 0.94% 

สัดสวนการทิ้ง lead frameจาก

สาเหตุ Set up M/C 0.39% 0.34% 0.33% 0.21% 0.22% 0.43% 0.32% 

สัดสวนการทิ้ง lead frame  

รวมทุกสาเหตุ 1.50% 1.11% 2.00% 1.81% 1.77% 1.44% 1.61% 

  หลังปรับปรุง 

เดือน Oct'08 Nov'08 Dec'08 Jan'09 Feb'09 Mar'09 
คาเฉล่ีย 

สัดสวนการทิ้ง lead frameจาก

สาเหตุ T/C 0.18% 0.13% 0.10% 0.02%     0.11% 

สัดสวนการทิ้ง lead frameจาก

สาเหตุ Set up M/C 0.05% 0.02% 0.13% 0.00%     0.05% 

สัดสวนการทิ้ง lead frame  

รวมทุกสาเหตุ 0.39% 0.45% 0.32% 0.10%     0.31% 

 

 จากตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6 สามารถสรุปไดวาสัดสวนการทิ้ง lead frame จาก

สาเหตุ Type change และจากสาเหตุการตั้งคาเครื่องจักร (Setup M/C) มีสัดสวนที่ลดลงเหลือ

เทากับ 0.11% และ 0.05% ตามลําดับ นอกจากนี้สัดสวนการทิ้งโดยรวมลดลงเหลือเทากับ 0.31% 

 พิจารณาภาพที่ 4.3 กราฟแสดงแนวโนมสัดสวนการทิ้ง Lead frame ทั้งกอนและ

หลังหารปรับปรุงผลคือ กราฟหลังการปรับปรุงมีแนวโนมลดลงจากชวงกอนปรับปรุง แสดงใหเห็น

วาหลังการปรับปรุงมีผลลัพธทางดานสัดสวนการทิ้ง lead frame ที่ดีข้ึน  
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กราฟแสดงสัดสวนการทิ้ง lead frame จากเดือน Apr'08 - Jan'09

0.00%

0.50%

1.00%
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2.00%

2.50%
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สัดสวนการทิ้ง lead frameจากสาเหตุ T/C สัดสวนการทิ้ง lead frameจากสาเหตุ Set up M/C
สัดสวนการทิ้ง lead frame  รวมทุกสาเหตุ

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง

 

ภาพที ่4.12 

กราฟแสดงแนวโนมสัดสวนการทิง้ Lead frame กอนและหลังการปรับปรุง 

 

พิจารณาจากตารางที่ 4.7 เปนการเปรียบเทียบตนทุนที่เกิดขึ้นตอหนวยจากการทิ้ง 

Lead frame กอนและหลังการปรับปรุงสามารถสรุปผลไดวาตนทุนที่เกิดจากการทิ้ง lead frame 

ตอหนวยลดลงจาก 0.0281 บาท/หนวย ในชวงเดือน ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551 และ 0.0409 

บาท/หนวย ในชวงเดือนเมษายน-กันยายน 2552 เหลือ 0.0118 บาท/หนวย ซึ่งบรรลุเปาหมาย

ที่ตั้งไวที่ 0.0140 บาท/หนวย 
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ตารางที ่4.8 

เปรียบเทยีบตนทนุทีเ่กิดขึ้นตอหนวยจากการทิง้ L/F กอนและหลงัการปรับปรุง 

 

สาเหตทุี่สูญเสีย จํานวน(LF) 
ตนทุน(62 ฿/

LF) สงผลเกิดตนทุนตอ IC(฿)
  ชวงเวลากอนปรับปรงุ Oct'07-Mar-08 

Type Change 855 53010 0.0140
Set up M/C 592 36704 0.0097
Jamming (M/C Error) 144 8928 0.0024
M/C Down 85 5270 0.0014
Others 36 2232 0.0006

รวม 1712
              
106,144  0.0281

Actual request ( pcs) 158531 Target 0.0140
Input(IC) 3776604     

  ชวงเวลากอนปรับปรงุ Apr'08-Sep'09 
Type Change 859 53258 0.0238
Set up M/C 231 14322 0.0064
Jamming (M/C Error) 304 18848 0.0084
M/C Down 47 2914 0.0013
Others 36 2232 0.0010

รวม 1477
                
91,574  0.0409

Actual request ( pcs) 93583     
Input(IC) 2236280     

  ชวงเวลาหลงัการปรับปรงุ Oct'08-Jan'09 
Type Change 56 3528 0.0042
Set up M/C 18 1134 0.0014
Jamming (M/C Error) 18 1116 0.0013
M/C Down 35 2170 0.0026
Others 32 1984 0.0024
รวม 159                  9,932 0.0118
Actual request ( pcs) 53527 Target 0.0140
Input(IC) 838263     

 

พิจารณาภาพที่ 4.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบตนทุนที่เกิดจากการทิ้ง Lead 

Frame ตอหนวย เปรียบเทียบระหวางกอน และหลังการปรับปรุงกระบวนการ และเปาหมายที่ตั้ง

ไว โดยสรุปไดวา ตนทุนที่สูญเสียจากการทิ้ง lead frame ตอหนวยกอนการปรับปรุงเทากับ 

0.0281 บาท/IC (ขอมูลชวงแรก) และ 0.0409 บาท/IC (ขอมูลชวงที่สอง) ลงลงเหลือเทากับ 

0.0118 บาท/IC ซึ่งลดลงต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไวคือ 0.014 บาท/IC โดยต่ํากวาเปาหมายเปน

จํานวน 0.002 บาท/IC 
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ภาพที ่4.13 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบตนทนุที่เกิดจากการทิง้ Lead Frame ตอหนวย 

เปรียบเทยีบระหวางกอน และหลังการปรบัปรุงกระบวนการ และเปาหมายที่ตั้งไว 

 

 จากการติดตามผลอยางตอเนื่อง หลังจากไดทําการปรับปรุงกระบวนการใช Lead 

frame ที่กระบวนการผลิต Die Bond โดยการปรับวิธีการตั้งคาเครื่องจักร การเปลี่ยนไปใชวัสดุ

ทดแทน ทําใหสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 1. ตนทุนที่สูญเสียจากการทิ้ง lead frame ตอหนวยลดลงจาก 0.0281 บาท/IC 

(ขอมูลชวงแรก) และ 0.0409 บาท/IC (ขอมูลชวงที่สอง) เปน 0.0118 บาท/IC ซึ่งลดลงต่ํากวา

เปาหมายที่ตั้งไวคือ 0.014 บาท/IC โดยต่ํากวาเปาหมายเปนจํานวน 0.002 บาท/IC  

 2. สัดสวนการทิ้ง lead frameจากสาเหตุ T/C ลดลงจากชวงเวลากอนหนา จาก 

0.94% เปน 0.11 % 

 3.  สัดสวนการทิ้ง lead frameจากสาเหตุ Set up M/C ลงลงจากชวงเวลากอนหนา 

จาก 0.32% เปน  0,05% 

 4.  สัดสวนการทิ้ง lead frame รวมทุกสาเหตุทั้งหมด ลงลงจากชวงเวลากอนหนา 

จาก 1.61% เหลือ 0.31% 
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4.3 ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุง 

กราฟแสดงการสูญเสียหลังจากมีการปรับปรุงตนทุนตอ IC หนึ่งชิ้นจากการทิ้ง lead frame 

โดยแยกตามสาเหตุและเปรียบเทียบกับตนทุนตอ IC สะสม

(ขอมูลชวงเดือน Oct'08 - Jan'09)0.0042
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ภาพที ่4.14 

กราฟแสดงการวิเคราะหแบบ Pareto เปรียบเทยีบตนทนุ 

ที่เกิดขึ้นจากการทิ้ง Lead frame แตละสาเหต ุ

ภาพที่ 4.5 แสดงการสรุปผลไดวาการปรับปรุงการทิ้ง lead frame จากสาเหตุ Type 

change และ สาเหตุ Setup M/C ผลที่ไดคือลําดับตนทุนตาม pareto analysis ของสาเหตุการทิ้ง 

lead frame จากการ setup M/C เล่ือนจากลําดับ 2 เปนลําดับที่ 4 โดยมีสัดสวนประมาณ 12% 

สวนจากสาเหตุ Type change นั้นลําดับเปนลําดับแรกเชนเดิม แตสัดสวนลดลงจากเดิม 49% 

เปน 36%   

ภาพที่ 4.6 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบตนทุนที่เกิดขึ้นกับวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ที่แสดงถึง

สัดสวนตนทุนที่เกิดจากการทิ้งวัตถุดิบ 3 ชนิด ไดแก Lead frame, AG Paste และ Resin ซึ่งกอน

ปรับปรุงสัดสวนของตนทุนที่เกิดจากการทิ้ง Lead frame สูงถึง 82% แตหลังจากปรับปรุงแลว

ลดลงเหลือ 52% โดยประมาณ 

ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงผลของ Product Yield ของกระบวนการผลิต Die Bond และ 

Overall yield สรุปได Product Yield ของกระบวนการผลิต Die Bond และ Overall yield ทั้งกอน

และหลังการปรับปรุง ไมมีความแตกตางกัน นั่นแสดงวาการปรับปรุงกระบวนการใช lead frame 
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ในเรื่องของ การเปลี่ยนการใช lead frame จริงในการตั้งคาเครื่องจักรมาเปน การใช lead frame 

เคลือบพลาสติกใส ไมสงผลกระทบตอ Product yield ของกระบวนการผลิต Die Bond และ 

Overall yield. 

 

กราฟแสดงตนทุนรวมจากการทิ้งวัตถุดิบและเปอรเซ็นตสะสม
กอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
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ภาพที ่4.15 

กราฟแสดงผลเปรียบเทยีบตนทนุทีเ่กิดขึ้นกับวัตถุดิบชนดิอื่นๆ 
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ภาพที ่4.16 

กราฟแสดงผลของ Product Yield ของกระบวนการผลิต Die Bond และ Overall yield 


	บทที่ 1 
	บทนำ 
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
	1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
	1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
	1.3.1 การวิเคราะห์องค์กร เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุง ใช้เครื่องมือคือ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหมวดที่ 6 การปรับปรุงกระบวนการ มาเป็นแนวทางในการศึกษา วิจัย และพัฒนา 
	1.3.2 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการผลิตในโรงงานกรณีศึกษา ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ประเภท เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) ในกระบวนการผลิต LQFP (Low Profile Quad Flat Packages) ชนิด 120 ขา 
	1.3.3 การศึกษาครั้งนี้มุ่งปรับปรุงกระบวนการผลิต LQFP (Low Profile Quad Flat Packages) ในส่วน Manufacturing 1  
	1.3.4 นำผลลัพธ์จากการดำเนินการตามหมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ มาเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานขององค์กรในหมวดอื่นๆ 

	1.4 วิธีดำเนินงานวิจัย 
	1.4.3 ระบุประเด็นพัฒนา ที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่าง 
	1.4.4 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นพัฒนา 
	1.4.5 กำหนดเป้าหมาย วางแผนทางเทคนิค และดำเนินงาน 
	1.4.6 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
	1.4.7 เชื่อมโยงผลลัพธ์ที่ได้รับไปยังหมวดอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน 
	1.4.8 สรุปผลและกำหนดข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยในอนาคต 

	1.5 แผนการดำเนินงาน     
	1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
	1.6.1 พบสภาพปัจจุบันจากการทำ GAP ANALYSIS  
	1.6.2 เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง กระบวนการ ตลอดจนขั้นตอนการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวดที่ 6 การปรับปรุงกระบวนการ 
	1.6.3 ปรับปรุงกระบวนการผลิต เซมิคอนดักเตอร์ LQFP (Low Profile Quad Flat Packages) ให้ดียิ่งขึ้น 
	1.6.4 ได้แนวทางการเชื่อมโยงการพัฒนาองค์กรโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติจากหมวด 6 ไปยังหมวดอื่นๆ 
	 


	 แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
	2.1 โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
	2.1.1 วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ 
	(1) สนับสนุนองค์กรให้มีการนำแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน 
	(2) ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ประสบผลสำเร็จระดับมาตรฐานโลก 
	(3) กระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
	(4) แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการการทำงาน ต่อไป  

	2.1.2 ประโยชน์ต่อองค์กร 
	(1) องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท จะได้รับผลจากการตรวจประเมินตนเอง โดยผู้บริหารจะทราบถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด บ้าง   เพื่อสามารถกำหนดว๊ะการและเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ 
	(2) องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก หลายสาขาอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ  
	(3) องค์กรสามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
	(4) ทุกองค์กรที่เสนอเข้ารับรางวัล องค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและ จุดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์ มากขึ้นต่อไป 

	2.1.3 จุดประสงค์ 
	(1) ช่วยในการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ขององค์กร 
	(2) กระตุ้นให้มีการสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างองค์กรต่างๆ 
	(3) สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการการดำเนินการขององค์กร รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ 
	(4) การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม 
	(5) การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นเสมอให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร 
	(6) เพิ่มพูนการเรียนรู้และพัฒนาขององค์กรและของแต่ละบุคคล 

	2.1.4 ค่านิยมหลักและแนวคิด 
	2.1.5 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ  
	สามารถจัดแบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกันคือ   
	(1) หมวด 1 การนำองค์กร   
	(2) หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
	(3) หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
	(4) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
	(5) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
	(6) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
	(7) หมวด 7 ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

	2.1.6 ระบบการให้คะแนน 
	(1) กระบวนการ หมายถึง วิธีการที่องค์กรใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อกำหนดต่างๆ ของหัวข้อในหมวด 1 - 6 ปัจจัยทั้ง 4 (A-D-L-I) ที่ใช้ประเมินกระบวนการ ได้แก่ 
	(2) ผลลัพธ์ หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กร ในการบรรลุตามข้อกำหนดในหัวข้อ 7.1 ถึง 7.6 ปัจจัยทั้ง 4 (A-D-L-I) ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ 
	(3) คะแนนของหมวดและหัวข้อต่างๆ 
	(4) แนวทางการให้คะแนน 
	คะแนน



	2.2 หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ (110 คะแนน) 
	2.2.1 การออกแบบระบบงาน (50คะแนน)  
	(1) ความสามารถพิเศษ 
	(2) การออกแบบกระบวนการทำงาน 
	(3) ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

	2.2.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (60 คะแนน)  
	(1) การจัดการกระบวนการทำงาน 
	(2) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน 


	2.3 ตัวอย่างงานวิจัยของบริษัทกรณีศึกษา TQA Best Practice  
	2.3.1 บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด (Thai Acrylic Fiber Co.,Ltd; TAF)   
	(1) การจัดการกระบวนการของ TAF 

	2.3.2 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (Thai Paper Company Limited)  

	2.4 เทคนิคและเครื่องมือที่นำมาประยุกต์ใช้ 
	2.4.1 QC 7 Tools 
	(1) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 
	(2) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
	(3) แผนภาพพาเรโต้ (Pareto Diagram) 
	(4) กราฟ (Graph) 
	(5) ฮีสโทแกรม (Histogram) 
	(6) แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram) 
	(7) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

	2.4.2 การป้องกันความผิดพลาด (Poka yoke) 
	Pokayoke หมายถึงการป้องกันความผิดพลาดล่วงหน้า แทนการยอมรับว่าจะต้องมีชิ้นส่วนชำรุดเป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ หรือแทนการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นเพื่อป้องกันความผิดพลาด อุปกรณ์ที่เป็น Pokayoke ถูกพัฒนาเพื่อป้องกันความเสียหายแต่เนิ่นๆ เป้าหมายก็คือ ความเสียหายเป็นศูนย์ และเมื่อมีชิ้นส่วนเสียหายหรือชำรุดในระบบการผลิตแบบพอเหมาะ ระบบจะหยุดชั่วคราวจนกว่าจะหาข้อผิดพลาดได้ และเมื่อทำการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว อุปกรณ์หรือกระบวนการ Pokayoke จะถูกติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก อุปกรณ์ Pokayoke ส่วนใหญ่จะเป็นแท่นยึดจับหรือเซ็นเซอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานมีการวางตัวอย่างถูกต้อง และผลิตได้อย่างถูกต้อง อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีราคาถูกๆ จนถึงแบบแพงมาก ขึ้นกับสถานการณ์และระบบการผลิตนั้นๆ ตัวอย่างของอุปกรณ์ Pokayoke แบบง่ายแสดงดังภาพที่ 2.10  

	2.4.3 เทคนิคการคิดหาวิธีการปรับปรุงงานแบบ ECRS 
	(1) ขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น (Eliminate) เป็นการขจัดงานหรือขั้นตอนที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า เช่นการขจัดมูดะ 7 ประการ ได้แก่ การผลิตมากเกินไป การเก็บของที่ไม่จำเป็น การขนส่ง/ ขนย้าย/ขนถ่ายที่ไม่จำเป็น การเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง กระบวนการทำงานขาดประสิทธิภาพ การรอคอย การผลิตของเสีย/ แก้ไขของเสีย 
	(2) หาวิธีการจับมารวมกัน (Combine) เป็นการรวมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหรือการปฏิบัติที่คล้ายกันรวมเป็นขั้นตอนเดียวกัน เช่น การรวมกระบวนการย่อยๆหลายกระบวนการมาเป็นขั้นตอนเดียว 
	(3) จัดเรียงใหม่ (Rearrange) เป็นการนำข้อมูลการวิเคราะห์มาจัดลำดับขั้นตอนระบบงานใหม เช่น การสลับขั้นตอนการทำงานให้มีการทำงานที่ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
	(4) การทำให้ง่ายขึ้น (Simplify) เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดขั้นตอนและการทำงานที่สะดวกขึ้น เช่น การมีอุปกรณชวย เปลี่ยนวิธีการหรือหลักการ 

	2.4.4 แผนภูมิกระบวนการ (Work flow process chart) 
	แผนภูมิกระบวนการ Work flow process chart คือ เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่แยกแยะขั้นตอนการไหลของงานกระบวนการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงสถานะของเวลาที่ใช้หรือระยะทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือการศึกษาเรื่องการวัดการใช้เวลาและการเคลื่อนไหวของงาน Time And Motion Study โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากลักษณะงานใน 5 ประเด็นดังตารางที่ 2.7 
	2.4.5 เทคนิคการวิเคราะห์แบบ Why-Why Analysis 


	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย 
	3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กรกรณีศึกษา 
	3.2 กระบวนการผลิตชิ้นงาน Low Profile Quad Flat Package 120 Pin (LQFP120P) 
	3.2.1 ขั้นตอนกระบวนการผลิตชิ้นงาน LQFP120P  

	3.3 การประเมินและวิเคราะห์ช่องว่าง(Gap Analysis)  
	3.4 ระบุหัวข้อประเด็นการพัฒนา 
	3.5 วิเคราะห์ปัญหา 
	3.5.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
	3.5.2 บ่งชี้ประเด็นปัญหา 
	3.5.3 การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบ 
	3.5.4 การจำแนกปัญหาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 


	 ผลของการวิจัย 
	4.1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบและการดำเนินการปรับปรุง 
	4.1.1 ปัจจัยที่ 1 วิธีการ setup ใช้ Lead frame จำนวนมาก  
	                    วิธีการตั้งค่าเครื่องจักรในปัจจุบัน มีการตั้งค่าโดย คำนึงถึงตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพงาน ได้แก่ ค่าความเยื้องในแนว X-Y (X-Y Dislocation) และค่าการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste distribution)  
	                    
	ภาพที่ 4.1 
	ภาพที่ 4.2 
	4.1.2 ปัจจัยที่ 2 Lead Frame ใช้ตั้งค่าได้ครั้งเดียว, ปัจจัยที่ 3 วิธีการตั้งค่าใช้ Lead Frame แล้วต้องทิ้ง และปัจจัยที่ 4 การใช้ LF จริงในการตั้งค่าเครื่องจักร 
	4.1.3 ทดลองนำการปรับปรุงทั้ง 2 ด้าน ไปทดสอบใช้งาน 
	                    เป็นการทดลองนำวิธีการการปรับปรุงทั้ง 2 ด้าน คือ วิธีการตั้งค่าเครื่องจักร และการใช้ Lead frame เคลือบพลาสติกใสแทน Lead frame จริง ไปทดสอบใช้งาน โดยวิเคราะห์ผลในด้านคุณภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งมีตัวแปรที่สำคัญคือ  
	(1) การตรวจสอบการกระจายตัวของกาวประสาน (AG Paste)   มีการควบคุมคุณลักษณะ คือ ต้องมีกาวประสาน (AG Paste) ออกมาด้านข้าง chip ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ด้าน ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลแบบ attribute การตรวจสอบจะใช้การตรวจผ่านกล้องไมโครสโคปที่กำลังขยาย 20 เท่า ซึ่งเกณฑ์การตัดสินใจงานเป็นดังภาพประกอบด้านล่างนี้  


	4.2 สรุปผล ก่อนและหลังการปรับปรุง 
	4.3 ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นหลังการปรับปรุง 

	บทที่ 5  สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะในอนาคต 
	5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวทางการปรับปรุง 
	5.1.1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสูญเสีย Lead frame คือ 
	5.1.2 แนวทางการปรับปรุง 

	5.2 ผลการปรับปรุงกระบวนการ 
	5.3 ผลการดำเนินการที่เชื่อมโยงไปยังเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติหมวดอื่นๆ 
	 (1) จากการที่ได้มีการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบลง ส่งผลต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลงด้วย นั่นทำให้สามารถลดราคาสินค้าลดลงได้ เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น (การเชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 3 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า) 
	 (2) เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ร่วมกันและยังสามารถนำความรู้และแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรได้  (เชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 4 การจัดการความรู้) 
	 (3) จากการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ มีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการใช้ความรู้ในการที่มีอยู่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงให้กระบวนการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้เป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของพนักงาน  (เชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านการใช้ความรู้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล) 
	 (4) การที่สามารถลดต้นทุนของการใช้วัตถุดิบ Lead frame ลงได้ ส่งผลถึงต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยรวมลดลงด้วย ซึ่งทำให้สัดส่วนกำไรเพิ่มมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความสามารถในด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจอีกทางหนึ่ง (เชื่อมโยงไปยังหมวดที่ 7 ผลลัพธ์ทางด้านธุรกิจ)   

	5.4 ข้อเสนอแนะในอนาคต 
	(1) เนื่องจากการศึกษากรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีข้อจำกัดหลายอย่างในการดำเนินงาน ดังนั้นหากผู้ที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติกับหน่วยงานควรได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากทุกฝ่าย 
	(2) การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาแนวทางของ Best Practice เพียง 2 องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ซึ่งปัจจุบันมี 3 องค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและการปรับปรุงองค์กร การศึกษาครั้งต่อไปผู้ทำการศึกษาควรศึกษาแนวทางปฏิบัติจากองค์กรอื่นๆที่ได้รับรางวัล Best Practice เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินการและปรับปรุงองค์กรที่หลากหลายและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
	(3) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้นำเสนอหัวข้อที่ทำการปรับปรุงตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวดที่ 6.2 ข ที่ว่าด้วยการปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการเพียงกระบวนการหนึ่งเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปควรวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการอื่นๆ ต่อจากนี้  






